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FIN212AC 

支持摄像头和小型显示器的12位串行器/解串器  

特性 

数据和控制位 12位 

频率 40MHz  

功能 照相机或LCD 

接口 微控制器、RGB、YUV 

微控制器的使用 m68和i86 

可选边沿速率 是 

待机电流 <10 µA 

内核电压(VDDA/S) 2.5到3.6V 

I/O电压(VDDP) 1.65V至3.6V 

ESD（I/O到GND） 14kV  

封装 
32端子MLP 

42引脚USS-BGA 

订购信息 
FIN212ACMLX 

FIN212ACGFX 

 

说明 

FIN212AC µSerDes™  

是一款低功耗串行器/解串器，针对手机显示屏和摄像头路径

进行了优化。该器件将12位数据路径降至四线路。 

对于相机应用，可以在数据流的反方向通过一个额外的主时

钟。 该器件采用飞兆专有的超低功耗、低EMI技术。  

应用 

 滑块、文件夹和翻盖手机 

 打印机 

 安全摄像头 

相关资源 

 有关样品、疑问请联系: 

Interface@fairchildsemi.com。 

典型应用 
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图 1. 移动电话示例 

mailto:interface@fairchildsemi.com
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FIN212AC（串行器DIRI=1）引脚描述 
引脚名 说明  

DIRI 控制以确定串行器或解串器配置。 
0 解串器 

1 串行器 

CTL_ADJ 调节CTL驱动以补偿环境条件和长度。 
0 低电平驱动（低功率） 

1 高电平驱动（高功率） 

S0 配置PLL的频率范围。 请参见表1串行器(DIRI=1)控制引脚。 

S1 配置PLL的频率范围。 请参见表1串行器(DIRI=1)控制引脚。 

PLL0  划分或调节串行频率。 请参见表1串行器(DIRI=1)控制引脚。 

PLL1  划分或调节串行频率。 请参见表1串行器(DIRI=1)控制引脚。 

CKREF LV-CMOS时钟输入和PLL参考。 

STROBE LV-CMOS选通脉冲输入，用于将数据(DP [1:12])锁存到上升沿上的串行器。 

DP[1:12] LV-CMOS并行数据输入。 （GND输入，如果未使用） 

CKSO+ 

CKSO- 

CTL差分串行器输出位时钟。  

CKSO+: 正信号；CKSO-： 负信号。 

DSO+ 

DSO- 

CTL差分串行输出数据信号。  

DSO+: 正信号；DSO-： 负信号。 

CKSI+ 

CKSI- 

CTL差分解串器输入位时钟。  

CKSI+: 正信号；CKSI-： 负信号。 
除非在“时钟导通”模式下，否则无连接。 

CKP LV-CMOS字时钟输出或像素时钟输出。 除非在“时钟导通”模式下，否则无连接。 

/DIRO 
LV-CMOS输出，正常操作中DIRI的反相。 

可用于驱动解串器的DIRI信号，其中接口需要转换方向。  
如果未使用，则无连接。 

VDDP 并行I/O的电源。  （所有VDDP引脚必须连接到VDDP） 

VDDS 串行I/O的电源。 

VDDA 内核电源。 

GND 所有GND引脚必须接地。 BGA: 所有GND焊盘。 MLP: 引脚29和GND PAD必须接地。 

N/C 未连接。 （请勿连接到GND或VDD） 

注意：  

1. 0=GND; 1=VDDP 

FIN212AC（串行器DIRI=1）引脚配置 
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42引脚BGA，3.5 x 4.5mm，0.5mm引脚间距（顶视图） 32引脚MLP，5 x 5mm，0.5mm引脚间距（顶视图） 

图 2. FIN212AC（串行器DIRI=1）引脚分配（顶视图） 
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FIN212AC（解串器DIRI=0）引脚描述 
引脚名 说明  

DIRI 控制以确定串行器或解串器配置。 
0 解串器 

1 串行器 

XTERM 控制以确定是否使用内部或外部终端 
0 使用了内部终端 

1 在CKSI和DSI上需要外部终端 

S0 用于确定并行I/O边沿速率的信号。 请参见表2解串器(DIRI=0)控制引脚。 

S1 用于确定并行I/O边沿速率的信号。 请参见表2解串器(DIRI=0)控制引脚。 

PWS0 配置CKP脉冲宽度。 请参见表2解串器(DIRI=0)控制引脚。 

PWS1 配置CKP脉冲宽度。 请参见表2解串器(DIRI=0)控制引脚。 

DP[1:12] LV-CMOS并行数据输出。 （N/C，如果未使用） 

CKP LV-CMOS字时钟输出或像素时钟输出。 

DSI+ 

DSI- 

CTL差分串行输入数据信号。 

DSI+: 正信号；DSI-： 负信号。 

CKSI+ 

CKSI- 

CTL差分解串器输入位时钟。 

CKSI+: 正信号；CKSI-： 负信号。 

CKSO+ 

CKSO- 

CTL差分串行器输出位时钟。  

CKSO+: 正信号；CKSO-： 负信号。 
除非在“时钟导通”模式下，否则无连接。 

CKREF LV-CMOS时钟输入和PLL参考。 除非在“时钟导通”模式下，否则无连接。 

STROBE LV-CMOS选通脉冲输入，用于将数据锁存到串行器中。 除非在“时钟导通”模式下，否则无连接。 

/DIRO LV-CMOS 输出。 正常操作中DIRI的反相。  如果未使用，则无连接。 

VDDP 并行I/O的电源。 （所有VDDP引脚必须连接到VDDP） 

VDDS 串行I/O的电源。 

VDDA 内核电源。 

GND 所有GND引脚必须接地。 BGA: 所有GND焊盘。 MLP: 引脚28、29、GND PAD必须接地。 

N/C 未连接。 BGA: G1, F2; MLP: 10、11；（请勿连接到GND或VDD） 

注意：  

2. 0=GND; 1=VDDP 

FIN212AC（解串器DIRI=0）引脚配置 
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42引脚BGA，3.5 x 4.5mm，0.5mm引脚间距（顶视图） 32引脚MLP，5mm x 5mm，0.5mm引脚间距（顶视图） 

图 3. FIN212AC（解串器DIRI=0）引脚分配（顶视图） 
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系统控制引脚 

工作条件 

功能 控制引脚 

CKREF STROBE 
PLL乘法

器 
PLL0 PLL1 S0 S1 

慢速频率 

正常运行 5MHz到14MHz ≤ CKREF（最高14MHz） 1 1 0 0 1 

支持CKREF上的扩频 4.7MHz到13.3MHz ≤ CKREF（最高13.3MHz） 0.954 0 0 0 1 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/2速度 
5MHz到14MHz ≤ CKREF / 2（最高7MHz） 2 0 1 0 1 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/3速度 
5MHz到14MHz 

≤ CKREF / 

3（最高4.67MHz） 
3 1 1 0 1 

中速频率 

正常运行 8MHz到28MHz ≤ CKREF（最高28MHz） 1 1 0 1 1 

支持CKREF上的扩频 9.5MHz到26.7MHz ≤ CKREF（最高26.7MHz） 0.954 0 0 1 1 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/2速度 
8MHz到28MHz ≤ CKREF / 2（最高14MHz） 2 0 1 1 1 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/3速度 
8MHz到28MHz ≤ CKREF / 3（最高9.3MHz） 3 1 1 1 1 

快速频率 

正常运行 20MHz到40MHz ≤ CKREF（最高40MHz） 1 1 0 1 0 

支持CKREF上的扩频 19MHz到38.2MHz ≤ CKREF（最高38.2MHz） 0.954 0 0 1 0 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/2速度 
20MHz到40MHz ≤ CKREF / 2（最高20MHz） 2 0 1 1 0 

使用固定的CKREF输入；STROBE可以是

1/3速度 
20MHz到40MHz 

≤ CKREF / 

3（最高13.3MHz） 
3 1 1 1 0 

掉电 x x 0 0 

表1： 串行器(DIRI=1)控制引脚 

LVCMOS输出边沿速率 CKP到STROBE 

CKP脉冲宽度低电平时间 标号 控制引脚 

CKREF=19.2M

Hz 

CKREF=26 

MHz 

PLL乘法器

（串行器） 

Pwidth乘

法器 
PWS0 PWS1 S0 S1 

慢速频率 

约7 – 8ns (CL=8pF) 

 

[通常用于5MHz到14M

Hz的信号] 

非反相 52.1ns 38.5ns 2 7 0 0 0 1 

反相 52.1ns 38.5ns 2 7 1 0 0 1 

非反相 96.7ns 71.4ns 2 13 0 1 0 1 

非反相 126.5ns 93.4ns 2 17 1 1 0 1 

中速频率 

约4 – 5ns (CL=8pF) 

 

[通常用于8MHz到28M

Hz的信号] 

非反相 78.1ns 57.7ns 3 7 0 0 1 1 

反相 78.1ns 57.7ns 3 7 1 0 1 1 

非反相 145.1ns 107.1ns 3 13 0 1 1 1 

非反相 189.7ns 140.1ns 3 17 1 1 1 1 

快速频率 

~2 – 3ns (CL=8pF) 

 

[通常用于20MHz到40

MHz的信号] 

非反相 26ns 19.2ns 1 7 0 0 1 0 

反相 26ns 19.2ns 1 7 1 0 1 0 

非反相 48.4ns 35.7ns 1 13 0 1 1 0 

非反相 63.2ns 46.7ns 1 17 1 1 1 0 

掉电 X X 0 0 
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表2： 解串器(DIRI=0)控制引脚脉冲宽度计算 

CKP脉冲宽度低电平时间=(PLL乘法器 * Pwidth乘法器) / (CKREF*14)  (1) 

示例： CKREF=26MHz；PLL乘法器=2；Pwidth乘法器=13     

CKP脉冲宽度=(2 * 13) / (26MHz * 14)=71.4ns    (2) 

 

掉电状态 

当S1和S0信号都为0时，无论DIRI信号的状态如何，FIN212AC都会复位并掉电。 

掉电模式可完全关断所有内部模拟电路、禁用器件的串行输入和输出并复位所有内部数字逻辑。 表3： 

掉电指示的是掉电模式下的输入状态和输出缓冲器状态。 

信号引脚 DIRI=1（串行器） DIRI=0（解串器） 

DP[12:1] 输入禁用 高阻抗 

CKP 高 高阻抗 

STROBE 输入禁用 输入禁用 

CKREF 输入禁用 输入禁用 

/DIRO 0 1 

表3： 掉电 

 

时钟导通模式 

时钟导通模式允许以CTL格式将丰富的谐波时钟源发送给串化器，以减少电话的总谐波含量，并可减少对EMI滤波器的需求。 

主时钟导通模式可执行到CTL链路中时钟的转换，并且不对该信号进行串行化。  

下文介绍的是如何启用图像传感器的该功能（请参见‎图 6）。  

解串器配置(DIRI=0) 

1. 将CKREF（BGA引脚A6）连接到GROUND 

2. 将主时钟连接到STROBE（BGA引脚B5） 

串行器配置(DIRI=1) 

1. CKSI将主时钟传递到CKP输出（BGA引脚C1） 

 

CKREF和STROBE信号 

请注意，在STROBE和数据之间的某个设置和保持时间必须满足电气特性部分所示的要求。 

在CKREF和STROBE之间的关系可同步或异步，具体取决于系统所提供的条件。  

建议当信号同步且在正常操作中时，该CKREF连接到STROBE上并尽可能靠近芯片。 

如果您正在运行异步或扩频设置，请注意这可能导致CKP信号上的周期抖动。 

周期抖动不会影响输出数据和时钟关系，显示器或终端应用将继续正常工作。 

 

PLL注意事项 

请注意，PLL范围可能会交叠，选择在较高速PLL范围的低端进行操作可减少功耗。 
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应用框图 
下列应用框图说明了FIN212器件的最典型应用。 控制引脚的特定配置可能根据给定系统的需要而有所不同。 

下列建议对于所示的全部应用都有效。 
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DIRI
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CKSI-

CKSI+
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VDDP        VDDS/A
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GND
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VDDP1

FIN212AC
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PIXEL CLK

Data[7:0]

HSYNC

VSYNC

/RES
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XTRM

DIRI
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S1
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CKSI+

CKSI-

DSI+

DSI-
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/DIRO

VDDS/A     VDDP

GND

VDDP2VDD

LCD MODULE

PIXEL CLK

Data[7:0]

HSYNC

VSYNC

/RES

A6

B5

C1

B3:E1

E2

F1

G1:F2

F6

G3

G4

A4

G5

G6

NC

C5

C6

D6

D5

E6

E5

B6

E5

E6

D5

D6

C6

C5
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图 4. 8位RGB应用（示例显示的是42引脚BGA封装） 

串行器配置： 

8MHz到28MHz的频率范围(S1=S0=1)  

正常模式(PLL1=0; PLL0=1) 

解串器配置： 

约4 – 5ns的输出边沿速率(S1=S0=1) 

约50%的CKP脉冲宽度，(PWS1=PWS0=0) 

CKP

CKREF

STROBE

DP[8:1]

DP[9]

DP[10]
DP[12:11]

DIRI

PWS1

PWS0

XTRM

S1

S0

CKSO+

CKSO-

DSI+

DSI-

CKSI-

CKSI+

/DIRO

VDDP        VDDS/A

Baseband

Processor

GND

VDDP1

FIN212AC

Deserializer

PIXEL CLK

YUV[7:0]

HSYNC

VSYNC

/RES

CKP

CKREF

STROBE

DP[8:1]

DP[9]

DP[10]
DP[12:11]

DIRI

PLL1

PLL0

CTL_ADJ

S1

S0

CKSI+

CKSI-

DSO+

DSO-

CKSO-

CKSO+

/DIRO

VDDS/A     VDDP

GND

VDDP2VDD

MASTER CLK

PIXEL CLK

YUV[7:0]

HSYNC

VSYNC

/RES

A6

B5

C1

F6

G3

G4

A3

G5

G6

C5

C6

D5

D6

E6

E5

B6

E5

E6

D6

D5

C6

C5

B6
NC NC

F6

G3

G4

A4

G5

G6

C1

A6

B5

D3 E4         F4 E4         F4 D3

FIN212AC

Serializer

VDDP2

NC

B3:E1

E2

F1

G1:F2

B3:E1

E2

F1

G1:F2

NC

NCNC

NCNC

Camera Module

 
图 5. 8位YUV 1.3M像素CMOS成像器（示例显示的是42引脚BGA封装） 

解串器配置： 

约2 – 3ns的输出边沿速率(S1=0, S0=1) 

约50%的CKP脉冲宽度，(PWS1=PWS0=0) 

串行器配置： 

20MHz到40MHz的频率范围(S1=0, S0=1)  

正常模式(PLL1=0, PLL0=1) 
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应用框图（续） 
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GND
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FIN212AC

Deserializer
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PIXEL CLK

YUV[7:0]

HSYNC
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DP[8:1]
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D6

E6
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E6

D6

D5

C6
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B6
NC NC
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G3

G4

A4
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FIN212AC

Serializer

VDDP2

NC

B3:E1

E2

F1

G1:F2
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E2

F1
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图 6. 8位YUV 1.3M像素CMOS成像器时钟脉冲导通模式下 

串行器配置： 

20MHz到40MHz的频率范围(S1=0, S0=1)  

正常模式(PLL1=0; PLL0=1) 

主时钟旁通模式。 

解串器配置： 

约2 – 3ns的输出边沿速率(S1=0, S0=1) 

约50%的CKP脉冲宽度，(PWS1=PWS0=0) 

CKREF

STROBE

CKP

DP[8:1]

DP[9]

DP[10]

DP[11]

DP[12]

DIRI
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S0

CKSO+

CKSO-

DSO+
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CKSI-

CKSI+

/DIRO

VDDP        VDDS/A

Baseband

Processor

GND

VDDP1

VDDP1

FIN212AC

Serializer

SYS CLK

/WE

Data[7:0]

A0

/CS0

/CS1

/RES

CKP

CKREF

STROBE

DP[8:1]

DP[9]

DP[10]
DP[11]
DP[12]

XTRM

DIRI

PWS1

PWS0

S1

S0

CKSI+

CKSI-

DSI+

DSI-

CKSO-

CKSO+

/DIRO

VDDS/A     VDDP

GND

VDDP2VDD

MAIN LCD

/WE

DATA[7:0]

A0

/CS

/RES

A6

B5

C1

E2

F1

F2

G1

F6

G3

G4

A4

G5

G6

NC

C5

C6

D6

D5

E6

E5

B6

E5

E6

D5

D6

C6

C5

B6
NC NC

NC

NCNC

NC
A3

F6

G3

G4

G5

G6

E2

F1

F2

G1

C1

A6

B5

D3 E4         F4 E4         F4 D3

FIN212AC

Deserializer

SUB LCD

/WE

DATA[7:0]

A0

/CS

/RES

NC

B3:E1 B3:E1

 

图 7. 8位只写微控制器接口（示例显示的是42引脚BGA封装） 

串行器配置： 

20MHz到40MHz的频率范围(S1=0, S0=1)  

CKREF的速度是STROBE的两倍(PLL1=1; PLL0=0) 

CKREF=26MHz且STROBE频率=10 MHz 

解串器配置： 

约7 – 8ns的输出边沿速率(S1=1, S0=0) 

约50%的CKP脉冲宽度，(PWS1=PWS0=0) 
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其他应用信息 
 
柔性电缆：串行I/O信息以高串行速率传输。 实施该串行I/O柔性电缆时必须小心。 

当开发柔性电缆或柔性电路板时，应使用下面的最佳实践。 

 将所有四个差分串行线的长度保持为相同。 

 不允许噪声信号超过或靠近差分串行线。  

示例： 差分串行线上无LVCMOS走线。 

 差分串行线上仅使用一个接地面或电线。 不要在顶部和底部接地。 

 100 差分阻抗的设计目标 

 不要在差分串行线上放置测试点。 

 至少离开天线2cm使用差分串行线。 

 有关其他应用注意事项或柔性指南，请咨询您的销售代表或直接联系飞兆。 

 有关样品、疑问请联系: Interface@fairchildsemi.com。 

绝对最大额定值 
应力超过绝对最大额定值，可能会损坏设备。 

在超出推荐的工作条件的情况下，该器件可能无法正常运行或操作，且不建议让器件在这些条件下长期工作。 

此外，过度暴露在高于推荐的工作条件下，会影响器件的可靠性。 绝对最大额定值仅是额定应力值。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDD 电源电压  -0.5V +4.6 V 

 所有输入/输出电压 -0.5 VDD+0.5 V 

 CTL输出短路持续时间 连续   

TSTG 存储温度范围  -65 +150 °C 

TJ 最大结温  +150  °C 

TL 引脚温度（焊接，4秒） +260  °C 

ESD 
人体模型JESD22-A114 

接地的串行I/O引脚  14 kV 

全部引脚  8 kV 

放电模式，JESD22-C101  2 kV 

推荐工作条件 

推荐的操作条件表定义了器件的真实工作条件。 指定推荐的工作条件，以确保设备的最佳性能达到数据表中的规格。 

飞兆半导体建议不要超过推荐工作条件，也不能按照绝对最大额定值进行设计。 

符号 参数 最小值 最大值 单位 

VDDA, VDDS 电源电压  2.5 3.6 V 

VDDP  电源电压  1.65 3.60 V 

TA 工作温度  -30 +70 ºC 

VDDA-PP 电源噪声电压  100  mVPP 

直流电气特性 

除非另有规定，否则只给出过电源电压范围和工作温度范围内的值。 

符号 参数 测试条件 最小值 Typ.(‎3) 最大值 单位 

LVCMOS I/O 

VIH 输入高电平   0.65xVDDP  VDDP  

VIL 输入低电平   GND  0.35xVDDP V 

mailto:interface@fairchildsemi.com


 

© 2008 Fairchild Semiconductor Corporation  www.fairchildsemi.com 
FIN212AC • 修订版 1.1.1 

 9 

µ
S

e
rD

e
s

™
 F

IN
2
1

2
A

C
 —

 支
持
摄
像
头
和
小
型
显
示
器
的

1
2
位
串
行
器

 

直流电气特性 (续)(续) 

VOH 输出高电平  

IOH=-2.0mA, S1=0,S0=1 

0.75xVDDP  VDDP V IOH=-0.4mA, S1=1,S0=0 

IOH=-1.0mA, S1=1,S0=1 

VOL 输出低电平 

IOL=2.0mA, S1=0,S0=1 

0  0.25xVDDP V IOL=0.4mA, S1=1,S0=0 

IOL=1.0mA, S1=1,S0=1 

IIN 输入电流 VIN= 0V到3.6V -5.0  5.0 µA 

差分I/O 

IODH 
输出高电平源电

流 
VOS=1.0V 

CTL_ADJ=0 
 

-2 
 mA 

CTL_ADJ=1 -3.4 

IODL 
输出低电平灌电

流 
VOS=1.0V 

CTL_ADJ=0 
 

1.2 
 mA 

CTL_ADJ=1 2 

VGO 输入电压接地偏置(‎4)   0  V 

RTRM CKS内部接收器终端电阻 
VID=50mV, VIC=925mV, 

80 100 120 Ω 
DIRI=0 

 DS内部接收器终端电阻 
VID=50mV, VIC=925mV, 

80 100 120 Ω 
DIRI=0 

说明： 

3. 典型值针对VDD=2.775V且TA=25°C的情况给出。 正电流值适用于流入器件的电流，负电流值适用于流出引脚的电流。 

除非另有规定，否则电压以GROUND为参考（ΔVOD和VOD除外）。 

4. VGO是CTL驱动器和CTL接收器之间器件接地电压的差值。  

电源电流 

符号 参数 测试条件 
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

IDD_PD  VDD掉电电源电流 S1=S0=0，在GND或VDD处的所有输入  0.1  µA 

IDD_SER1 动态串行器电源电流 
fCKREF=fSTRB，PLL1=0,PLL0=1；C

TL_ADJ=0；CL=0pF 

S1=L 

S0=H 

20MHz  13  mA 

40MHz  19  mA 

S1=H 

S0=L 

5MHz  9.5  mA 

14MHz  17  mA 

S1=H 

S0=H 

8MHz  11  mA 

28MHz  20  mA 

IDD_DES1 动态解串器电源电流 
fCKREF=fSTRB，PLL1=0,PLL0=1； 

CTL_ADJ=0；CL=0pF 

S1=L 

S0=H 

20MHz  10  mA 

40MHz  14  mA 

S1=H 

S0=L 

5MHz  8  mA 

14MHz  9  mA 

S1=H 

S0=H 

8MHz  9  mA 

28MHz  12  mA 

引脚电容表 

符号 参数  测试条件  最小值 典型值 最大值 单位 

CIN, CIO, CIO-DIFF 
仅输入信号的电容；并行端口引脚DP[1:10]

；差分I/O 

DIRI=1, S1=0, S0=0, 

V
DD
=2.5V 

 2  pF 
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交流电气特性  
除非另有规定，否则只给出过电源电压范围和工作温度范围内的值。 

符号 参数 测试条件 最小值 
典型

值 
最大值 单位 

串行器输入工作条件 

fCKREF 
CKREF时钟频率 

(5MHz - >40MHz)；  
fCKREF=fSTRB 

S1=0, S0=1 18  40 

MHz S1=1, S0=0 5  14 

S1=1, S0=1 10  28 

fSTRB 相对于CKREF频率的选通脉冲频率 fCKREF ≠ fSTRB 

PLL1=0, PLL0=0   100 

 

fCKREF的% 

PLL1=0, PLL0=1   100 

PLL1=1, PLL0=0   50 

PLL1=1, PLL0=1   33
1
/3 

tCPWH CKREF DC T=1/fCKREF 0.2 0.5 0.8 T 

tCPWL CKREF DC T=1/fCKREF 0.2 0.5 0.8 T 

tCLKT LVCMOS输入转换时间
(‎5)
 10-90%   20 ns 

tSPWH/L STROBE脉冲宽度高电平/低电平 T=1/fCKREF T x 
4
/14  T x 

10
/14 ns 

tSTC 
DP(n)设置为STROBE  

(DIRI=1, f=5MHz) 
S T R O B E

D P [1 :1 2] Data

t
S T C

t
HT C

S T R O B E

D P [1: 12] Data

Setup Time

Hold Time

 

2.5   ns 

tHTC 
DP(n)保持为STROBE 

(DIRI=1, f=5MHz) 
2.0   ns 

串行器AC电气特性 

tTCCD 发送器时钟输入到时钟输出延迟(‎6) 

tTCCD

VDD/2
STROBE

CKS-

CKS+
V

DIFF
=0

Note: STROBE=CKREF

CKP

tRCCD

VDD/2

 

DIRI=1, fCKREF=fSTRB  

21a+1.5  23a+6.5 ns 

锁相环(PLL)AC电气特性 

tTPLLS0 串行器PLL稳定时间 CKREF切换和稳定 200  600 μs 

tTPLLD0 时钟的PLL禁用时间损失    30.0 μs 

tTPLLD1 PLL掉电时间    20.0 ns 

解串器AC电气特性 

符号 参数 测试条件 最小值 
典型

值 
最大值 单位 

tRCOL 

CKP

DP[1:12] Data

Data Valid tPDV

CKP

tRCOH t
RCOL

tRCOP

75%

25%

50%50%

Setup: DIRI= 0, CKSI and DS are valid signals.  

 PWS1 PWS0    

ns 

fSTRB=fCKREF 0 0 7a-3  7a+3 

fSTRB=fCKREF 0 1 7a-3  7a+3 

fSTRB=.5x fCKREF 1 0 13a-3  13a+3 

fSTRB=.5x fCKREF 1 1 17a-3  17a+3 

tPDV 
数据对于CKP高电平有效（上升沿STRO

BE），CL=5pF 
8a-3  8a+3 ns 
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AC电气特性（续） 

tRFD 
输出上升/下降时间数据 

（20%到80%） 
CL=8pF 

S1=0,S0=1  3  

ns S1=1,S0=0  8  

S1=1,S0=1  5  

tRFC 
输出上升/下降时间CKP 

（20%到80%） 
CL=8pF 

S1=0,S0=1  2  

ns S1=1,S0=0  7  

S1=1,S0=1  4  

说明： 
5. 参数具有特征，但未经生产测试。 

6. 平均位时间“a”是串行器CKREF频率的函数；a=(1/f)/14。 

逻辑定时控制 

符号 参数  测试条件  
最小

值 

典型

值 

最大

值 
单位 

t PHL_DIR, 

tPLH_DIR 
传播延迟DIRI到/DIRO DIRI L->H or H->L   17 ns 

tPLZ, tPHZ  传播延迟DIRI到/DP DIRI L->H or H->L   25 ns 

tDISDES  

解串器禁用时间： S0或S1低电平到DP三态；DIRI=0， 

Note: If S0(2) is transitioning, S1(1) must =0 for test to be valid.

t
DISDES

DP

S 1 o r S 0

 

  25 ns 

tDISSER  串行器禁用时间： S0或S1低电平到CKP高电平 DIRI=1；S1(0)和S0(1)=H->L   25 ns 
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卷带和卷盘规格 

MLP模压带尺寸 

 

封装 A0 
±0.1 

B0 
±0.1 

D 
±0.

5 

D1 
最小

值 

E 
±0.

1 

F 
±0.

1 

K0 
±0.

1 

P1 
典型

值 

P0 
典型

值 

P2 
±0.5 

T 
Typ. 

TC 
±0/0

5 

W 
±0.

3 

WC 
典型

值 

5 x 5 5.35 5.35 1.55 1.50 1.75 5.50 1.40 8.00 4.00 2.00 0.30 0.07 12.00 9.30 

6 x 6 5.35 5.35 1.55 1.50 1.75 5.50 1.40 8.00 4.00 2.00 0.30 0.07 12.00 9.30 

说明： 

A0、B0和K0尺寸根据EIA/JEDEC RS-481旋转和横向移动要求确定（请参见草图A、B和C）。 

MLP运输卷盘尺寸 

 

带宽 
Dia A 

最大值 

Dim B 

最小值 

Dia C 

+0.5/-0.2 

Dia D 

最小值 

Dim N 

最小值 

Dim W1 

+2.0/-0 
Dim W2 

Dim W3 

(LSL-USL) 

8 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 8.4 14.4 7.9 ~ 10.4 

12 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 12.4 18.4 11.9 ~ 15.4 

16 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 16.4 22.4  15.9 ~ 19.4 

图 8. MLP卷带和卷盘 
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卷带和卷盘规格（续） 

BGA模压带尺寸 

 

封装 A0 
±0.1 

B0 
±0.1 

D 
±0.

5 

D1 
最小

值 

E 
±0.

1 

F 
±0.

1 

K0 
±0.

1 

P1 
典型

值 

P0 
典型

值 

P2 
±0.

5 

T 
典型

值 

TC 
±0/0

5 

W 
±0.

3 

WC 
典型

值 

3.5 x 4.5 3.85 4.80 1.55 1.50 1.75 5.50 1.10 8.00 4.00 2.00 0.30 0.07 12.00 9.3 

说明： 

A0、B0和K0尺寸根据EIA/JEDEC RS-481旋转和横向移动要求确定（请参见草图A、B和C）。 

BGA运输卷盘尺寸 

 

带宽 
Dia A 

最大值 

Dim B 

最小值 

Dia C 

+0.5/-0.2 

Dia D 

最小值 

Dim N 

最小值 

Dim W1 

+2.0/-0 
Dim W2 

Dim W3 

(LSL-USL) 

8 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 8.4 14.4 7.9 ~ 10.4 

12 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 12.4 18.4 11.9 ~ 15.4 

16 330.0 1.5 13.0 20.2 178.0. 16.4 22.4 15.9 ~ 19.4 

图 9. BGA卷带和卷盘 
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物理尺寸测试 

5.00

5.00

0.80 MAX

0.10 C

SEATING

PLANE

0.08 C
0.05
0.00

(0.20)

C

0.15 C

0.15 C

PIN #1 IDENT

0.50

PIN #1 IDENT

3.70
3.50

0.45
0.35

3.70
3.50

0.50 0.10 C A B
0.05 C

0.18-0.30

A

B

5.38 MIN

0.20MIN

3.86 MIN

3.37 MAX

0.28 MAX 0.50TYP

(0.76)

X4

X40 E

(DATUM B)

(DATUM A)

PIN #1 ID

PIN #1 ID

(0.25 )

NOTES:

A.  CONFORMS TO JEDEC REGISTRATION MO-220, VARIATION

WHHD-4. THIS PACKAGE IS ALSO FOOTPRINT COMPATIBLE WITH

     WHHD-5.

B.  DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

C.  DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M-1994.

D.  LAND PATTERN PER IPC SM-782.

E.  WIDTH REDUCED TO AVOID SOLDER BRIDGING.

F.  DIMENSIONS ARE NOT INCLUSIVE OF BURRS, MOLD FLASH, OR

     TIE BAR PROTRUSIONS.

G.  DRAWING FILENAME: MKT-MLP32Arev3.  

图 10. 32引脚模塑无铅封装(MLP) 

 
订货号 工作温度范围 封装说明 包装方法 

FIN212ACMLX -30到70°C 
32端子模塑无铅封装(MLP)，四通道，JEDEC 

MO-220，5mm² 
卷带和卷盘 

 
封装图纸是作为一项服务而提供给考虑选用飞兆半导体产品的客户。 具体参数可进行改动，且无需做出相应通知。 
请注意图纸上的版本和/或日期，并联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。 
封装规格并不超出飞兆公司全球范围内的条款与条件，尤其指保修，保修涉及飞兆半导体的全部产品。 
 
请经常访问飞兆半导体在线封装网页，以获取最新封装图纸。 http://www.fairchildsemi.com/packaging/. 
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物理尺寸 (续) 

 
图 11.  42引脚球栅阵列(BGA)封装  

订货号 工作温度范围 封装说明 包装方法 

FIN212ACGFX -30到70°C 
42引脚超小型球栅阵列(USS-BGA)，JEDEC MO-195，3.5 x 

4.5mm宽，0.5mm引脚间距 
卷带和卷盘 

 

封装图纸是作为一项服务而提供给考虑选用飞兆半导体产品的客户。 具体参数可进行改动，且无需做出相应通知。 
请注意图纸上的版本和/或日期，并联系飞兆半导体代表核实或获得最新版本。 
封装规格并不超出飞兆公司全球范围内的条款与条件，尤其指保修，保修涉及飞兆半导体的全部产品。 

请经常访问飞兆半导体在线封装网页，以获取最新封装图纸。 http://www.fairchildsemi.com/packaging/.

http://www.fairchildsemi.com/packaging/
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